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Abstract (en)
The bath containing copper salt, reducing agent, wetting agent, alkali metal hydroxide and complexing agent can be prepared free of cyanide and,
if desired, also free of formaldehyde, if it contains, as a complexing agent N,N,N',N'-tetrakis(2-hydroxypropyl)- ethylenediamine, a thioalcohol or a
thiocarboxylic acid and a salt of gallium, indium and/or thallium.

Abstract (de)
Ein alkalisches außenstromloses Kupferbad enthaltend Kupfersalz, Reduktionsmittel, Netzmittel, Alkalihydroxid und Komplexierungsmittel kann
cyanidfrei und gewünschtenfalls auch formaldehydfrei hergestellt werden, wenn es als Komplexierungsmittel N,N,N',N'-Tetrakis(2-hydroxipropyl)-
ethylendiamin, Thioalkohol oder eine Thiocarbonsäure und ein Gallium-, Indium- und/oder Thalliumsalz enthält.
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